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Designrichtlinie für die Bestimmung
der Stromtragfähigkeit von Leiterplatten

1 ANWENDUNGSBEREICH

Als allgemeine Richtlinie dient dieses Dokument dem Verständnis der Zusammenhänge zwischen Strom, Leiterdimension
und Temperatur und kann insbesondere zur Festlegung und Evaluierung von Kupferleitern bei Leiterplatten benutzt
werden.

1.1 Zweck Der Zweck dieses Dokuments ist es, eine Anleitung zur Bestimmung der geeigneten Leitergrößen einer
fertigen Leiterplatte in Abhängigkeit von der erforderlichen Stromtragfähigkeit und der zulässigen Temperaturerhöhung
des Leiters bereitzustellen.

1.2 Maßangaben Alle Maßangaben und Toleranzen werden in dieser Richtlinie in (metrischen) SI-Einheiten
ausgedrückt. In Klammern folgen daraus abgeleitet die Angaben im Imperial-Maßsystem (Inch). Die Anwender
dieser Richtlinie sollten das metrische System verwenden.

1.3 Interpretation „Muss‘‘ [shall], die nachdrückliche Form des Verbs, wird durchgängig in dieser Richtlinie
immer dann verwendet, wenn eine Anforderung eine verbindliche Bestimmung ausdrücken soll. Abweichungen von
einer „muss‘‘-Anforderung können in Erwägung gezogen werden, wenn ausreichend Daten zur Verfügung gestellt
werden, um die Ausnahme zu rechtfertigen.

Die Begriffe „sollte‘‘ [should] und „kann‘‘ [may] werden benutzt, wenn nicht-verbindliche Empfehlungen ausgedrückt
werden sollen.

„Wird‘‘ [will] wird verwendet, um Zweckmäßigkeit auszudrücken.

Als Hilfe für den Leser wird das Wort „muss‘‘ [shall] in Fettdruck dargestellt.

1.4 Definition der Fachbegriffe Die Definitionen aller hier verwendeter Begriffe müssen sowohl IPC-T-50 als auch den
Definitionen aus 1.4.1 bis 1.4.13 entsprechen.

1.4.1 Umgebung Die umgebende Umwelt, die mit dem betreffenden System oder Bauelement in Berührung kommt.

1.4.2 Basismaterial Das Isoliermaterial, auf dem ein Leiterbild erzeugt werden kann. (Das Basismaterial kann starr oder
flexibel oder beides sein. Es kann als Dielektrikum oder als isolierte Metalltafel vorliegen.)

1.4.3 Schaltungslage Eine Lage einer Leiterplatte, die Leiter, einschließlich Masse- und Spannungsflächen, enthält.

1.4.4 Leiterbild Die Konfiguration oder Konstruktion des leitenden Materials auf einem Basismaterial. (Das umfasst
Leiterbahnen, Anschlussflächen, Verbindungslöcher, Flächen und passive Bauelemente, wenn diese integraler Bestandteil
des Leiterplatten-Herstellungsprozesses sind.)

1.4.5 Leiterabstand Der erkennbare Abstand benachbarter Kanten (nicht der Mittenabstand) getrennter Leiterbilder auf
einer Schaltungslage.

1.4.6 Leiterdicke Dicke eines Leiters einschließlich metallischer Beschichtungen, jedoch ohne nicht-leitende
Beschichtungen.

1.4.7 Leiterbreite Die beobachtbare Breite eines Leiters, die, soweit nicht anderweitig spezifiziert, an einem beliebigen,
zufällig gewählten Punkt auf einer Leiterplatte senkrecht von oben betrachtet wird.

1.4.8 Konvektion Wärmeübertragung, die aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen einem Festkörper und einer
Flüssigkeit oder einem Gas an deren Grenzfläche auftritt.
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